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■無錫化成に清潔生産審査証書

■はじめに
　以前はもっぱら産業用途であった白色LEDの

照明ですが、最近は民生用途での実用化に向け

た取り組みが盛んに行われております。これを

受けて利昌工業では、LED照明市場を視野に

「変色を抑える」あるいは「光に強い」樹脂配

合技術を基盤として、LED用材料の開発に取り

組んでいます。

　例えば、ハイパワーLEDの放熱を確保するた

めに金属を用いた基板、さらには、プリント配

線板と金属板を貼り合わせて、効率よく放熱で

きる金属複合プリント配線板、そしてそれらを

貼り合わせるための接着材シートなどがござい

ます。

　放熱材である金属や、プリント基板どうしを

貼り合わせる接着材料は、よりハイパワーが求

められる照明用LED材料のみならず、小型・複

雑化するLED用プリント配線板の製造にも欠か

すことの出来ない材料になってまいりました。

　本稿では、放熱用途や、高性能なLED基板を製

造するための材料である、リショー接着シートと

放熱基板材料について、ご紹介いたします。

図1． ラインナップ　Fig.1 Line ups

■放熱材料と接着シート

　図1に、弊社の接着シートとそれを応用した製

品のラインナップを示します。

樹脂タイプ
Resin type

樹脂の特長
Resin property 

 厚さ
Thickness

 アルミ板
Al plate

 銅箔
Cu foil

 サイズ
Dimension

 熱伝導率に優れる
 Excellent in Thermal conductivity

接着強度が高く低樹脂流れ
High adhesiveness & Low resin flow
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1.0mm、1.5mm
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40μm

－

－

40μm

－

－

7005 7006

500mm　×　500mm

接着シート　Bonding sheet
金属ベースプリント配線板材料
Metal base PWB material

接着剤層　Adhesive layer

PETフィルム　PET film

AD-シリーズ
AD-series

接着剤層　Adhesive layer

銅箔　Cu foil

CD-シリーズ
CD-series

銅箔　Cu foil

接着剤層　Adhesive layer

アルミ板　Al plate

AC-シリーズ
AC-series

銅箔　Cu foil

接着剤層　Adhesive layer

銅板　Cu plate

CC-シリーズ
CC-series

　去る２月１日付で東京支店を昇格し「東京本部」と

改める組織変更を行いました。

　これにともない、事務所スペースの拡張と販売スタッ

フの増員を行い、ご需要家の皆様のニーズ

19名に賞状と記念品
利昌工業（無錫）電気有限公司
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electric.
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RISHO products were shown at private 
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production site in Nagasaki.

リコセルＣＤカタログリコセルＣＤカタログ

CD catalogue of Solder Pallet RICOCEL 
was released. Excellent properties are 
shown with Flash movie.

▲19名が勤続10年表彰を受けました
▲展示会のようす

▲清潔生産審査証書 ▲リコセルCDカタログ

▲記念品に輪島塗の文箱を
　贈りました
　写真ご提供:山田平安堂様

　おかげさまで、先日利昌工業（無錫）電気有限

公司は創業11年を迎えさせていただきました。こ

れを記念して勤続10年表彰を行い、19名のスタッ

フに賞状と記念品を贈呈いたしました。記念品に

は、日本の伝統工芸品である輪島塗の文箱を選び

ました。

　19名は全従業員の約30%にあたります。統計は

出ておりませんが、この

定着率は無錫化成と同様

の現地法人の中では高い

方に入るようです。熟練

スタッフの多さは品質の

安定につながりますので

大変喜ばしいことである

と存じます。

　無錫化成では、先日無

錫市清潔生産審査指導事

務所様より「清潔生産審

査証書」を賜りました。

　今後も5S活動を通し

て、この職場環境の維

持・推進に取り組みたい

と存じます。

　先日、三菱電機（株）様の長崎製作所でプライベ
ート展示会が開催され、利昌工業も太陽光発電パ
ワーコンディショナ用リアクトルやＬＥＤ周辺の
電子材料などを展示させていただきました。
　この展示会は、菱電商事（株）九州支社様の主催
によるもので、当社小間にも多くの方にお越しい
ただき、熱心な質問を賜るなど有意義な展示会と
なりました。またとない機会を賜りまことにあり
がとうございました。

　この度、ハンダパレット材料『リコセル』の

CDカタログを制作いたしました。

リコセルのはんだパレット材料としての特長や、

　リコセルを加工したパ

レットの長所について、

フラッシュ映像を交えて

ご説明しております。ご

要望の際は営業スタッフ

にお申し付け下さい。

フラッシュ動画で特長をＰＲ

利昌工業（株）  開発本部化学技術研究所
奥村　浩史

RISHO  KOGYO  CO.,LTD.
Chemical Science R&D Laboratory

Hiroshi Okumura

表面実装型ＬＥＤ　放熱基板製作用
接着シート＆放熱材料

▲リショー接着シート　RISHO bonding sheet
　左から、白色タイプ、銅箔つきタイプ、透明タイプ

RISHO bonding sheet and heat release material for SMD LED substrate processing
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■接着シートAD-7006Wの応用例

　次ページに、加熱加圧成形の際、ローフローを

特長とするAD-7006WのチップLEDへの応用例

を示します。貼り合わせに用いる白色積層板

に、AD-7006Wを仮接着しておき、所定の位置に

穴をあけることで、ベース基板と張り合わせた

際のキャビティを形成することができます。そ

の後、位置を合わせ、加熱加圧成形すること

で、図中に示したようなリフレクター(キャビテ

ィ)付きのLEDチップ実装基板を容易に製造で

きます。

■まとめ

　本稿では、弊社の接着材料、およびこれらの

樹脂を応用した製品について、特にチップLED

用途について紹介いたしました。他にも、金属

基板への応用(樹脂付き銅箔など)ができる商品を

ラインナップしておりますので、構造のご相談

などお気軽にお問い合わせください。

Application of White LED to illumination use is 

being accelerated. We can supply various kinds of 

electronic material for LED substrate processing, 

such as Bonding sheet , Resin coated copper or Metal 

base PWB mater ial for heat release. Fig.1 shows 

line- ups of our material and their composition. AD-series 

is a temporary bondable bonding sheet composed of PET 

film and adhesive resin. Temporary bonded substrate 

can up to drilling or punching processing before 

final bonding. CD-series is a Resin coated copper 

composed of copper foi l and adhesive resin. 

AC(CC)-series is a metal base material for heat 

release substrate processing. Both 7004-type resin 

and 7005-type resin a re excel lent in thermal 

conductivity. 7006-type resin has High adhesivity as 

well as Low flow property. Below figure shows an 

application example of cavity type Power LED 

substrate processing with AD-7006W.
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▼ AD-7006Wの応用例…基板貼り合わせ用接着剤として
Application example of AD-7006W to a make cavity type LED substrate

▼ 構造例  Composition example

■一般特性　General properties

※数値は測定値の一例であり保証値ではありません。　※The above figures are not guaranteed value but one of a test result at our laboratory

項目
Test items

銅箔ピール強度
Peel strength

260℃耐半田
Solder limit

体積抵抗値
Volumre resistivity

表面抵抗値
Surface resistance

熱伝導率
Thermal conductivity

熱膨張係数
CTE

Tg(TMA)

単位 条件 7004 7005 7006

kN/m

sec

MΩm

 MΩ

W/mK

 ℃

ppm/℃

35μm

18μm

 260℃

C-96/20/65

C-96/20/65

A

A

α1

α2

1.5

1.2

300< 

5.0×106

1.0×109

3.1

182

27

48

1.6

1.3

300< 

5.0×106

1.0×109

3.1

180

43

92

2.3

1.8

300< 

9.5×107

1.0×109

－

124

48

358

　去る２月１日付で東京支店を昇格し「東京本部」と

改める組織変更を行いました。

　これにともない、事務所スペースの拡張と販売スタッ

フの増員を行い、ご需要家の皆様のニーズ
▲ローフロー接着シート　AD-7006W
　Bonding sheet with Low resin flow property

▲アルミベースプリント配線板材料 AC-7004
　Al base PWB material

▲樹脂つき銅箔　CD-7004　Resin Coated Copper

　AD-シリーズは、PETフィルムに接着剤を塗

布した接着シートで、被着体に仮接着ができま

す。仮接着した材料は、ドリル穴あけやうち抜

きなどの加工も可能で、その後、本接着工程に

て強固に接着できます。

　AC(CC)シリーズは、金属基板材料です。銅

箔に回路を形成できますので、放熱に優れた金

属プリント基板を製造することができ、最近で

は、LED実装基板に採用が増えております。

　次ページに、これら接着剤に用いられている

樹脂の一般特性を示します。品番により特長が

異なります。

　7004、7005の接着剤は、熱伝導率に特に優れ

ています。70 0 6は、接着強度が高く、また成形

時の樹脂フローが小さいという特徴を有しており

ます。

　CD-シリーズは、銅箔に接着剤を塗布してお

り、樹脂つき銅箔としてご利用いただけます。

白色積層板
CS-3965Hなど

リフレクター貼り合せ構造
With reflector type

金属基板貼付けタイプ
With metal plate type for heat release

接着層ローフロー　Low flow for accurate processing
（加工精度向上）

AD-7006W

White CCL
CS-3965Hなど
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